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(57) Abstract

The invention proposes a method of producing a feedthrpugh on a
circuit board, the method calling for the circuit board first to be drilled,
catalysed and the surface structured. The feedthrough is then built up
by electro-deposition in such a way that electrical components can be
mounted in the feedthrough. The metallization (7) is preferably camried
out using nickel or nickel compounds so that no additional corrosion-
protection measures are necessary. By coating connecting lands (2b)
with gold or palladium, bonding can be carried out directly on the lands.

&n Zusammenlhssung

- Erfindungsgem#8 wird ein Verfahren zur Herswllung einer
Durchkontaktierung auf einer Leiterplatte vorgeschlagen, bei dem
die Leiterplatte zuniichst gebohrt, katalysiert und strukturiert wird.
Danach wird in einem elektrochemischen Abscheidungsproze8 die ..
Durchkontaktierung derart ‘aufgebaut, da8 die Durchkontaktierung fiir
die Durchsteckmontage von elektrischen Bauelementen nutzbar ist. Die ;-
Metallisierung (7) wird vorzugsweise mit Nickel oder Nickelverbindun-
gen durchgeftihrt, so da kein zus4tzlicher Korrosionsschutz erforderlich
ist. Durch Uberziehen von AnschluBlands (2b) mit Gold oder Palladium
kann direkt auf die AnschluBlands gebondet werden. ' 8
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